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요약

유기 발광 소자가 산소와 습기로부터 보호되도록 하여 발광 효율과 수명이 연장되도록 인캡슐레이션되는 유기 발광 소
자 및 그의 제조 방법에 관한 것으로, 상, 하부 전극을 구비하고 상기 하부 기판의 상측에 발광 소자부가 배치되고, 상기 
하부기판의 상층에 외부의 습기를 차단할 수 있도록 상기 발광 소자부에서 일정한 거리가 띄어지는 상태로 차단벽이 제
공되며, 상기 차단벽의 상측에 접착제에 의하여 상부 기판이 접착되는 유기 발광 소자 및 그의 제조 방법을 제공한다.

이와 같이 구성되는 유기 발광 소자는, 차단벽이 전극의 단차를 줄이고, 유기 발광 소자부가 대기에 노출되는 것을 방지
하여 유기 발광 소자의 발광 효율 및 수명을 증대시키는 효과가 있다.

대표도
도 1

색인어
유기 발광 소자, 가스 차단벽, 인캡슐레이션, 발광층

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 제1 실시예의 구조를 설명하기 위하여 유기 발광 소자의 평면도이다.
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도 2는 도 1의 A-A부를 절개하여 도시하여 일부를 나타낸 단면도이다.

도 3은 도 1의 B-B부를 절개하여 도시하여 일부를 나타낸 단면도이다.

도 4는 본 발명에 따른 제2 실시예를 도시한 단면도이다.

도 5는 본 발명에 따른 제3 실시예를 도시한 단면도이다.

도 6은 본 발명에 따른 제4 실시예를 도시한 단면도이다.

도 7은 본 발명에 따른 제5 실시예를 도시한 단면도이다.

도 8은 본 발명에 따른 제6 실시예를 도시한 단면도이다.

도 9는 본 발명에 따른 제7 실시예를 도시한 단면도이다.

도 10은 본 발명에 따른 제8 실시예를 도시한 단면도이다.

도 11은 본 발명에 따른 제9 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 12는 본 발명에 따른 제10 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 13은 본 발명에 따른 제11 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 14는 본 발명에 따른 제12 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 15는 본 발명에 따른 제13 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 16은 본 발명에 따른 제14 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 17은 본 발명에 따른 제15 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 18은 본 발명에 따른 제16 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 19는 본 발명에 따른 제17 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

도 20은 본 발명에 따른 제18 실시예로 유기 발광 소자의 제조방법을 설명하기 위한 순서도이다.

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 유기 발광 소자에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 유기 발광 소자가 산소와 습기로부터 보호되도록 하여 발광 
효율과 수명이 연장되도록 인캡슐레이션되는 유기 발광 소자 및 그의 제조 방법에 관한 것이다.

    
일반적으로 유기 발광 소자는 정공 주입 전극(양극)과 전자 주입 전극(음극) 사이에 제공된 유기 전계 발광층에 전하를 
주입하면 전자와 정공이 쌍을 이룬 후 소멸하면서 빛을 내는 발광 소자로, 무기 전계 발광 소자나 플라즈마 디스플레이 
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패널(PDP)에 비해 대략 10V 정도의 낮은 전압으로 구동할 수 있는 장점을 가진다. 또한, 유기 발광 소자는 얇고 가벼
우며 색감이 좋아서 차세대 평면 디스플레이로 주목을 받고 있으며, 플라스틱 필름과 같이 가요성(flexible) 기판 위에 
형성할 수 있다.
    

    
이러한 유기 발광 소자는 습기와 산소에 매우 취약하여 대기에 노출되었을 때, 또는 외부의 습기가 패널 내부로 인입되
었을 때, 발광 효율 및 수명이 매우 급속하게 줄어든다. 따라서 유기 발광 소자를 외부의 습기 및 산소 등으로부터 보호
하기 위한 인캡슐레이션법으로 스테인레스와 같은 금속판 또는 유리를 가공하여 유기 발광 소자 상측에 배치시키고 그 
사이에 방습제 또는 흡습제를 금속판 또는 유리판을 하부 기판에 접착제 또는 UV 경화제로 접착시키는데, 기판에 형성
되어 있는 신호 전극의 단차에 의해 접착부위의 밀봉 효과가 취약하여 유기 발광 소자의 특성을 유지시키는데에 한계가 
있으며, 또한 제조 공정이 매우 복잡한 문제점이 있다.
    

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

따라서 본 발명은 상기한 문제점을 해결하기 위하여 제안된 것으로서, 본 발명의 목적은 외부에서 침투하는 습기로부터 
유기 발광 소자의 유기물과 전극을 보호하여 유기 발광 소자의 발광 효율 및 수명이 줄어드는 것을 방지하는 유기 발광 
소자 및 그의 제조 방법을 제공하는데 있다.

상기의 목적을 달성하기 위하여 본 발명은, 하부 기판; 상, 하부 전극을 구비하고 상기 하부 기판의 상측에 배치되는 발
광 소자부; 외부의 습기를 차단할 수 있도록 상기 발광 소자부에서 일정한 거리가 띄어지며 하부기판의 상층에 제공되
는 차단벽; 그리고 상기 발광 소자의 상측에 위치하도록 상기 차단벽의 상부에 접착제에 의하여 접착되는 상부 기판을 
포함하는 유기 발광 소자를 제공한다.

    
이와 같이 구성되는 본 발명은, 하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계; 상기 전극을 형성한 단계 후에 스핀 코팅법으로 
절연성 유기물을 도포하는 단계; 상기 도포된 절연성 유기물을 건조하는 단계; 상기 건조 단계 후에 상기 감광성 물질을 
스핀 코팅하는 단계; 상기 감광성 물질을 노광하는 단계; 상기 감광성 물질을 노광하는 단계 후에 현상하여 패턴을 형성
하는 단계; 상기 패턴을 형성하는 단계 후에 절연성 유기물을 식각하여 차단벽을 형성하는 단계; 상기 차단벽을 형성한 
후에 발광 소자부를 형성하는 단계; 상기 발광 소자부를 형성하는 단계 후에 상기 차단벽의 상측에 접착층을 도포하는 
단계; 상기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계를 포함하는 유기 발광 소자의 그의 
제조 방법을 제공한다.
    

    
또한, 본 발명은 하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계; 상기 전극을 형성하는 단계 후에 감광성 유기물을 하부 기판의 
상부에 스핀 코팅법으로 도포하거나 라미네이팅법으로 코팅하는 단계; 상기 단계 후 감광성 유기물을 노광하는 단계; 
상기 노광 단계 후 현상하는 단계; 상기 현상 단계 후에 건조하여 감광성 유기물을 차단벽으로 형성하는 단계; 상기 차
단벽을 형성한 단계 후 발광 소자부를 형성하는 단계; 상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 
단계; 상기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계를 포함하는 유기 발광 소자의 제조 
방법을 제공한다.
    

    
또한, 본 발명은 하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계; 상기 전극을 형성하는 단계 후에 절연 무기물을 하부 기판의 상
부에 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포하는 단계; 상기 절연 무기물을 도포한 단계 후 감광성 물질을 스핀 코팅법 
또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계; 상기 코팅 단계 후 감광성 물질을 노광하는 단계; 상기 노광 단계 후 현상하여 
감광성 물질의 패턴을 형성하는 단계; 상기 패턴을 형성하는 단계 후 절연 무기물을 식각을 통하여 차단벽을 형성하는 
단계; 상기 차단벽을 형성하는 단계 후 발광 소자부를 형성하는 단계; 상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽 상층에 접
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착층을 도포하는 단계; 상기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계를 포함하는 유기 
발광 소자의 제조 방법을 제공한다.
    

    
또한 본 발명은 하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계; 상기 전극을 형성하는 단계 후에 절연 무기물을 하부 기판의 상
부에 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포하여 제1 차 평탄막을 형성하는 단계; 상기 제1 차 평탄막을 형성하는 단
계 후에 상기 제1 차 평탄막 상층에 유기물을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하여 제2 차 평탄막을 형성하는 
단계; 상기 유기물을 도포한 단계 후 상기 제2 차 평탄막의 상층에 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 
코팅하는 단계;상기 코팅 단계 후 감광성 물질을 노광하는 단계; 상기 노광 단계 후 현상하여 감광성 물질의 패턴을 형
성하는 단계; 상기 패턴을 형성하는 단계 후 식각을 통하여 차단벽을 형성하는 단계; 상기 차단벽을 형성하는 단계 후 
발광 소자부를 형성하는 단계; 상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계; 상기 접착층을 
도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계를 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법을 제공한다.
    

    
또한, 본 발명은 하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계; 상기 전극을 형성하는 단계 후에 절연 유기물을 하부 기판의 상
부에 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계; 상기 코팅 단계 후 건조하여 제1 차 평탄막을 형성하는 단계
; 상기 제1 차 평탄막을 형성하는 단계 후에 무기물을 제1차 평탄막의 상부에 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포
하여 제2 차 평탄막을 형성하는 단계; 상기 제1, 2차 평탄막들을 차단벽으로 만들기 위해 감광성 물질을 스핀 코팅법 
또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계; 상기 코팅하는 단계 후에 노광하는 단계; 상기 노광 단계 후 현상하여 감광성 물
질의 패턴을 형성하는 단계; 상기 패턴을 형성하는 단계 후 식각을 통하여 차단벽을 형성하는 단계; 상기 차단벽을 형성
하는 단계 후 발광 소자부를 형성하는 단계; 상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계; 상
기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계를 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법을 
제공한다.
    

    발명의 구성 및 작용

이하, 첨부 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명하면 다음과 같다.

    
도 1은 본 발명에 따른 제1 실시예의 주요부를 설명하기 도시하고 있는 평면도이고, 도 2는 도 1의 A-A부를 절개하여 
도시한 단면도이며, 도 3은 도 1의 B-B부를 도시한 단면도로서, 하부 기판(1), 상기 하부 기판(1)의 상측에 배치되며 
소자부에 화상 신호를 입력하기 위한 전극(3), 상기 전극(3)의 상부 또는 하부 기판의 상부에 배치되는 발광 소자부(
5), 상기 하부 기판(1)의 상층에 배치되는 차단벽(7) 그리고 상기 차단벽(7)에 접착되는 상부 기판(9)을 도시하고 있
다. 상기 차단벽(7)은 하부 기판(1)과 전극(3)의 단차를 줄여 외부에서 가스등이 발광 소자부(5) 측으로 유입되는 것
을 방지하기 위한 것으로, 상기 하부 기판(1)의 상부에 배치되는 것도 가능하며, 상기 전극(3)의 상부에 배치되는 것도 
가능하다. 특히, 상기 차단벽(7)은 발광 소자부(5)에서 일정한 간격이 띄어진 상태로 상기 발광 소자부 (5)의 외주 부
분 및 상기 하부 기판(1)의 상부 및 전극(3)의 상층에 배치된다. 상기 차단벽(7)은 절연 특성이 강한 유기물 또는 무
기물로 이루어진다. 그리고 상기 차단벽의 상단에는 광경화 수지로 이루어지는 접착제(11)가 도포되어 상기 상부 기판
(9)을 접착할 수 있다. 상기 상부 기판은 투명 유리, 투명 합성수지제, 금속재료 중의 어느 하나로 이루어질 수 있다. 
특히, 도 3에서 미설명한 부호 4는 세퍼레이트로 R, G, B를 구분하는 것이다.
    

    
도 4는 본 발명에 따른 제2 실시예를 도시한 유기 발광 소자의 단면도로, 상기 차단벽(7)이 이중으로 배치되는 구조를 
도시하고 있다. 상기 차단벽(7)은 제1 실시예와 같이 단일벽으로 구성될 수도 있으며, 본 발명의 제2 실시예와 같이 이
중벽 이상으로 구성되는 것도 가능하다. 본 발명의 제2 실시예는 차단벽(7)이 단일 구조로 이루어지는 것에 한정하지 
않으며, 다중벽으로 이루어질 수 있는 예를 설명하기 위한 것이다. 이러한 제2 실시예에서 상기 차단벽(7)과 인접하는 
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차단벽 사이의 거리는 2㎛ ∼ 5㎜ 범위로 이루어지는 것이 바람직하다.
    

도 5는 본 발명에 따른 제3 실시예를 도시한 단면도로, 차단벽(7) 및 발광 소자부(5)의 상층에 절연층(13)이 배치된 
구조를 도시하고 있다. 상기 절연층(13)은 차단벽을 감싸는 부분과 발광 소자부를 감싸고 있는 부분이 서로 연결되어 
있는 구조로 형성된다.

    
도 6은 본 발명에 따른 제3 실시예를 도시한 단면도로, 제3 실시예와 마찬가지로 발광 소자부(5)의 상층에 절연층(13)
이 배치된 구조를 도시하고 있다. 다만, 제3 실시예는 차단벽(7)을 감싸는 절연층(13)과 발광 소자부(5)를 감싸는 절
연층(13)이 연결되는 구조를 가지고 있는 반면에 제4 실시예는 차단벽(7)을 감싸는 절연층(13)과 발광 소자부(5)를 
감싸는 절연층(13)이 서로 떨어진 구조를 가지고 있다. 이러한 제3 실시예는 절연층(13)을 형성하는 방법에 따라 다
양하게 이루어질 수 있음을 보여주는 것이다.
    

    
도 7 내지 도 10은 본 발명에 따른 제5 실시예 내지 제8 실시예를 설명하기 위한 C-C부의 단면도로, 차단벽(7)이 적
어도 하나 이상의 층으로 적층된 구조를 도시하고 있다. 즉, 도 7은 상기 하부 기판(1)의 상부 및 전극(3)의 상부에 하
나의 층으로 이루어지는 평탄막(7a)이 제공되며, 상기 평탄막(7a)의 상부에 상부 기판(9)과 하부 기판(1)의 실링을 
위한 실런트(11, sealant, 접착제와 동일 개념으로 사용함)가 적층되어 있다. 그리고 도 8은 상기 하부 기판(1)의 상
부 및 전극(3)의 상부에 제1 평탄막(7a)이 적층되고, 상기 제1 평탄막(7a)의 상층에 제2 평탄막(7b)이 적층됨과 아
울러 상기 제2 평탄막(7b)의 상층에 상, 하부 기판(1, 9)의 실링을 위한 실런트(11)가 적층되어 있다. 그리고 도 9는 
상기 하부 기판(1)의 상부 및 전극(3)의 상부에 제1 평탄막(7a)이 적층되고, 상기 제1 평탄막(7a)의 상층에 제2 평탄
막(7b)이 적층되고, 제2 평탄막(7b)의 상층에 제3 평탄막(7c)이 적층되며, 상기 제3 평탄막(7c)의 상층에 상, 하부 
기판(1, 9)의 실링을 위한 실런트(11)가 적층되어 있다. 그리고 도 10은 상기 하부 기판(1)의 상부 및 전극(3)의 상
부에 제1 평탄막(7a)이 적층되고, 상기 제1 평탄막(7a)의 상층에 제2 평탄막(7b)이 적층되고, 제2 평탄막(7b)의 상
층에 제3 평탄막(7c)이 적층되며, 상기 제3 평탄막(7c)의 상층에 제4 평탄막(7d)이 적층됨과 아울러 상기 제4 평탄막
(7d)의 상층에 상, 하부 기판(1, 9)의 실링을 위한 실런트(11)가 적층되어 있다.
    

    
물론 상기 평탄막(7a, 7b, 7c, 7d)들은 차단벽(7)을 이루는 요소들이며, 유기 발광 소자의 제조 방법이나 특성에 따라 
그 재질을 달리 할 수 있다. 즉, 상기 차단벽(7)을 이루는 재질은 아크릴계, 에폭시계, 이미계의 유기물 중 하나 이상으
로 이루어질 수 있다. 또한, 상기 차단벽(7)은, 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리스틸렌계, 폴리에틸렌계, 폴리카
보네이트계의 건조필름 중 하나 이상으로 이루어질 수 있다. 또한, 상기 차단벽은 감광성 물질 또는 드라이 필름 레지스
트로 이루어질 수 있다. 또한, 상기 차단벽은 실리콘옥사이드 또는 알루미늄옥사이드와 같은 메탈 옥사이드, 실리콘나
이트라이드 또는 알루미늄나이트라이드와 같은 메탈 나이트라이드, 실리콘옥시나이트라이드 또는 알루미늄옥시나이트
라이드와 같은 메탈옥시나이트나이드, 카본, 다이아몬드라이크카본(DLC), 실록산 중 하나 이상으로 이루어질 수 있다. 
이와 같이 차단벽(7)이 다양한 재료로 구성될 수 있는 것은 제조 방법이나 설계 특성에 따라 선택적으로 적용하여 제조 
비용의 감소 및 최적의 효율을 유지할 수 있는 유기 발광 소자를 제작하기 위한 것이다.
    

또한, 상기 차단벽은 두께가 500Å ∼ 300㎛ 범위로 이루어지는 것이 바람직하며, 폭이 10㎛ ∼ 5㎜ 범위로 이루어지
는 것이 바람직하다.

상기 차단벽(7)은 감광성 물질 또는 드라이 필름 레지스트로 이루어질 수 있다. 상기 드라이 필름 레지스트는 투과도가 
0-50%범위로 이루어지거나, 50-80%범위로 이루어지거나 또는 80-98%범위로 이루어지는 것이 바람직하다.

또한, 상기 드라이 필름 레지스트는 유색으로 이루어지거나 또는 무색으로 이루어질 수 있다.
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또한, 상기 드라이 필름 레지스트는 굴절율이 1.2 ~ 1.5 범위이거나, 1.5 ~ 2.0 범위 또는 2.0 ~ 3.5 범위로 이루어지
는 것이 바람직하다. 또는, 상기 드라이 필름 레지스트는 두께가 2㎛ ~ 300㎛ 범위로 이루어지는 것이 바람직하다.

이와 같이 이루어지는 유기 발광 소자의 제조 방법을 도 11 내지 도 20을 통하여 더욱 상세하게 설명한다.

    
도 11은 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제9 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 우선, 
하부 전극을 제작(S1)한 후 절연성 유기물을 스핀 코팅법으로 도포한다(S3). 상기 절연성 유기물을 코팅한 후에 건조 
공정을 거쳐 평탄막을 제작한다(S5). 상기 단계 후에 평탄막을 차단벽(7)으로 사용하기 위해 감광성 물질을 스핀 코팅
법으로 코팅(S7) 한 후 노광(S9)과 현상 공정(S11)을 거쳐 차단벽(7)을 가공하기 위한 형상을 만든다. 상기 감광성 
물질의 상단부에 감광성 물질의 패턴 형성을 한 후 식각 공정을 거쳐(S15) 전극 상부의 평탄막을 차단벽(7)으로 가공
한다. 상기 차단벽(7)을 형성 한 후 차단벽(7) 상층에 남은 감광성 유기물질을 제거하거나 또는 존재시킨다. 상기 차단
벽(7)을 제작한 후에는 발광 소자부(5)를 형성(S17)하고, 상기 차단벽(7) 상층에 접착층(11)을 도포하고(S19)하고 
상부 기판(9)을 접합한다(S21).
    

상기 발광 소자부를 형성한 후 상기 차단벽(7)을 제작하기 위한 평탄막과 감광제를 도포하는 작업 조건은 진공압이 1
torr - 10 -4 torr 범위이고, 수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위를 만족하는 것이 바람직하다.

상기 액체성 절연 유기물은 아크릴계(acryl계), 에폭시계, 이미드계(imide계) 중에서 적어도 하나 이상의 것이 사용될 
수 있으며, 차단벽으로 사용될 수 있는 유기물 건조 필름은 폴리에틸렌프탈레이트(PET, Poly Ethylen Phthalate), 폴
리설퍼네이트계(PS, Poly Sulfonate계), 폴리에테르설퍼네이트계(poly ether sulfonate계)의 유기물 중의 어느 하나
를 사용할 수 있다.

상기 감광성 유기물은 아크릴계(acryl계), 드라이필름레지스트(dry film resist)를 사용하는 것이 바람직하나 이에 한
정되는 것은 아니며 감광성인 유기물이면 어느 것이나 가능하다.

    
도 12는 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제10 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 우선, 
하부 전극을 제작(S51)한 후 스핀 코팅법으로 하부 기판(1)의 상층에 감광성 유기물을 도포한다(S53). 상기 감광성 
유기물을 도포하는 단계(S53)에서 감광성 유기물을 도포하는 것 대신에 드라이필름 레지스트를 라미네이팅법으로 코
팅할 수 있다. 상기 단계(S53) 후에 노광(S55)과 현상 공정(S57)을 거쳐 건조시킨 감광성 유기물을 전극의 차단벽(
7)으로 형성한다. 상기 차단벽(7)을 형성한 후에 발광 소자부(5)를 형성하고(S59) 상기 차단벽(7)의 상층에 접착층
(11)을 도포(S61)하여 상부 기판(9)을 접합한다(S63).
    

상기 감광성 유기물은 아크릴계(acryl계), 드라이필름 레지스트(dry film resist)를 사용하는 것이 바람직하다.

상기 발광 소자부(5)를 형성한 후 상기 차단벽(7)을 제작하기 위한 평탄막과 감광제를 도포하는 작업 조건은 진공압이 
1torr - 10 -4 torr 범위이고, 수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위를 만족하는 것이 바람직하다.

    
도 13은 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제11 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 우선, 
하부 전극을 제작(S101)한 후 스핀 코팅법으로 하부 기판(1)의 상층에 절연 무기물을 도포하거나 또는 진공 증착법으
로 도포한다(S103). 이 과정에서 전극(3)과 하부 기판(1)의 단차를 줄인다. 상기 도포된 절연 무기물인 평탄막을 차
단벽(7)으로 형성하기 위하여 용액성 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 드라이필름 레지스트(dry film resist)를 라미
네이팅법으로 코팅 한다(S105). 상기 감광성 물질을 코팅한 후 노광(S107)과 현상 공정(S109)을 거쳐 차단벽(7)을 
가공하기 위한 형상을 만든다. 상기 감광성 물질의 패턴을 형성한 후 식각 공정(S113)을 거쳐 차단벽(7)으로 가공한
다. 상기 차단벽(7)을 형성(S115)한 후 차단벽(7) 상층에 남은 감광성 유기물질을 제거하거나 또는 잔류시킨다. 상기 
차단벽(7)을 제작한 후에 발광 소자부를 형성(S117)하고 상기 차단벽(7) 상층에 접착층(S119)을 도포한 후 상부 기
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판(1)을 접합한다(S121).
    

상기 절여 무기물 재료로 실리콘옥사이드, 실리콘나이트라이드, 실리콘옥시나이트라이드, 알루미늄옥사이드, 알루미늄
나이트라이드, 알루미늄옥시나이트라이드, 카본, DLC(diamond-like carbon), 실록산 중에서 어느 하나를 선택하여 
사용할 수 있다. 또한, 상기 차단벽(7)의 평탄도를 높이기 위해 무기물층의 두께는 500Å 이상으로 하는 것이 바람직
하다. 상기 발광 소자부(5)를 형성한 후 차단벽(7)을 형성하기 위한 평탄막과 감광제를 도포하기 위한 조건은 진공압 
범위가 1torr - 10 -4 torr 범위이고, 수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위로 이루어지는 것이 바람직하다.

    
도 14는 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제12 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 우선, 
하부 전극을 형성(S151)한 후 스핀 코팅법으로 하부 기판(1)의 상층에 절연 무기물을 도포하거나 또는 진공 증착법으
로 도포하여(S153) 제1차 평탄막을 형성한다. 계속해서 상기 절연 무기물의 상층에 유기물을 스핀 코팅법 또는 라미
네이팅법으로 코팅하여 제2차 평탄막을 형성한다 (155). 상기 제1, 2 차 평탄막들을 차단벽(7)으로 사용하기 위해 감
광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅 한 후 노광(159)과 현상 공정(S161)을 거쳐 차단벽(7)을 가공
하기 위한 형상을 만든다. 상기 코팅층의 상층부에 감광성 물질의 패턴을 형성(S163)한 후 식각 공정(S165)을 거쳐 
전극 상부의 평탄막을 차단벽(7)으로 형성한다(S167). 상기 차단벽(7)을 형성한 후 상기 차단벽(7)의 상층에 남은 
감광성 유기물질을 제거하거나 또는 존재시킨다. 상기 차단벽(7)을 형성한 후에 발광 소자부(5)를 형성(S169)하고, 
상기 차단벽(7) 상층에 접착층을 도포(S171)한 후 상부 기판(9)을 접합한다(173).
    

상기 발광 소자부(5)를 형성한 후 차단벽(7)을 제작을 위한 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 진공압력이 1torr - 
10-4 torr, 수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위를 가지는 것이 바람직하다.

    
도 15는 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제13 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 우선, 
하부 전극을 제작(S201)한 후 스핀 코팅법으로 하부 기판(1)의 상층에 절연 유기물을 코팅하거나 또는 라미네이팅법
으로 코팅한다(S203). 상기 코팅 단계 후에 건조 공정(S205)을 거쳐 제1차 평탄막을 형성한 후 무기물 박막을 상기 
코팅 층의 상부에 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포(S207)하여 전극(3)과 하부 기판(1)의 단차를 줄여 제2차 
평탄막을 형성한다. 상기 제1, 2 평탄막들을 차단벽(7)으로 사용하기 위해 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이
팅법으로 코팅(S209) 한 후 노광(S211)과 현상 공정(S213)을 거쳐 차단벽을 가공하기 위한 형상을 만든다. 상기 감
광성 물질의 패턴을 형성(S215)한 후 식각 공정(S217)을 거쳐 전극 상부의 평탄막을 차단벽(7)으로 가공한다. 상기 
차단벽(7)을 형성한 후 상기 차단벽(7) 상층에 남은 감광성 유기물질을 제거 또는 존재시킨다. 상기 차단벽(7)을 형성
한 후에 발광 소자부(5)를 형성(S219)하고 차단벽(7)의 상층에 접착층을 도포(S221)한 후 상부 기판(1)을 접합한다
(S223).
    

상기 절연 유기물 재료로 아크릴계(acryl계), 에폭시계, 이미드계(imide계)의 유기물을 사용하는 것이 바람직하다. 상
기 절연 무기물 재료로 실리콘옥사이드, 실리콘나이트라이드, 실리콘옥시나이트라이드, 알루미늄옥사이드, 알루미늄나
이트라이드, 알루미늄옥시나이트라이드, 카본, DLC(diamond-like carbon) 중의 적어도 하나 이상을 사용하는 것이 
바람직하다. 그리고 차단벽(7)의 평탄도를 높이기 위해 무기물층의 두께는 500Å 이상으로 하는 것이 바람직하다.

상기 발광 소자부(5)를 형성한 후 차단벽(7)을 형성하기 위하여 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 진공압이 1torr 
- 10-4 torr, 수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위를 가지는 것이 바람직하다.

    
도 16은 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제14 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 제 1
4 실시예는 상술한 제1 내지 제5 실시예 중의 어느 하나에서 차단벽을 형성 한 후 발광층과 상부 전극을 제작하여 발광 
소자부를 형성하는 단계 후에 적용될 수 있는 예를 설명하는 것이다. 발광층과 상부 전극을 형성 한 후에 상기 차단벽(
7)의 가스 차단 효과를 높이기 위해 발광 소자부(5) 상층에 절연 유기물층을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅
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한다 (S25). 상기 단계에서 코팅 후에 건조 공정(S27)을 거치고, 상기 감광성 물질을 스핀 코팅 법 또는 라미네이팅법
으로 코팅(S29) 한 후 노광(S31)과 현상 공정(S33)을 거쳐 유기물을 가공(S34)하기 위한 형상을 만든다. 제2차 차
단벽을 형성한 후 제2차 차단벽 상층에 남은 감광성 유기물질은 제거 또는 존재시킨다. 상기 제2차 차단벽 상층에 접착
층을 도포(S35)한 후 상부 기판(9)을 접합한다(S37). 이때 제2차 차단벽의 형태는 제1차 차단벽과 같은 면적, 적은 
면적 또는 제1차 차단벽을 완전히 감싸는 형태로 형성 할 수 있다.
    

상기 용액성 절연 유기물 재료로, 아크릴계(acryl계), 에폭시계, 이미드계 (imide계)의 유기물을 사용할 수 있으며, 유
기물 건조 필름 재료로, 폴리에틸렌프탈레이트(PET, Poly Ethylen Phthalate), 폴리설퍼네이트계(PS, Poly Sulfon
ate계 ), 폴리에테르설퍼네이트계(poly ether sulfonate계)의 유기물 중 어느 하나를 사용할 수 있다.

상기 감광성 유기물 재료로, 아크릴계(acryl계), 드라이필름 레지스트(dry film resist)를 사용할 수 있다.

그리고 상기 발광 소자부(5)를 형성한 후 상기 차단벽(7)을 형성하기 위한 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은, 진공
압이 1torr - 10 -4 torr, 수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위를 가지는 것이 바람직하다.

도 17은 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제15 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 제 1
5 실시예는 상술한 제1 내지 제5 실시예 중의 어느 하나에서 차단벽을 형성 한 후 발광층과 상부 전극을 제작하여 발광 
소자부를 형성하는 단계 후에 적용될 수 있는 예를 설명하는 것이다.

    
상기 발광층과 상부 전극 제작 완료 후 차단벽(7)의 이물질 차단 효과를 높이기 위해 발광 소자부(5) 상층에 감광성 
물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅(S71) 한 후 노광(S73)과 현상 공정(S75)을 하여 제2차 차단벽(7)
을 형성한다. 상기 제2차 차단벽(7)을 형성한 후 상기 차단벽(7) 상층에 접착층을 도포(S77)하고 상부 기판(9)을 접
합한다(S79). 이때 제2차 차단벽(7)은 제1차 차단벽과 같은 면적, 적은 면적 또는 제1차 차단벽을 완전히 감싸는 형
태로 형성 할 수 있다.
    

상기 감광성 유기물은 아크릴계(acryl계), 드라이 필름 레지스트(dry film resist)를 사용할 수 있다.

상기 발광 소자부를 형성한 후 차단벽(7)을 제작하기 위한 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은, 1torr - 10 -4 torr, 
수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위가 바람직하다.

도 18은 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제16 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 제 1
6 실시예는 상술한 제1 내지 제5 실시예 중의 어느 하나에서 차단벽을 형성 한 후 발광층과 상부 전극을 제작하여 발광 
소자부를 형성하는 단계 후에 적용될 수 있는 예를 설명하는 것이다.

    
상기 발광 소자부(5) 상층에 절연 무기물 박막을 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포한다(S125). 그리고 상기 절
연 무기물 박막 상층에 용액성 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 드라이필름 레지스트(dry film resist)를 라미네이팅
법으로 코팅한다(S127). 상기 코팅 후 노광(S129)과 현상 공정(S131)을 거쳐 제2차 차단벽을 가공하기 위한 형상을 
만든다. 그리고 감광성 물질의 패턴 형성(S133)한 후 식각 공정(S135)을 거쳐 제1차 차단벽 상부의 무기막을 차단벽
으로 가공한다(S137). 이때 제2차 차단벽의 형태는 제1차 차단벽과 같은 면적, 적은 면적 또는 제1차 차단벽을 완전히 
감싸는 형태로 형성할 수 있다. 제2차 차단벽 형성한 후 상기 차단벽 상층에 남은 감광성 유기물질은 제거 또는 존재시
킨다. 상기 차단벽을 형성한 후에 차단벽 상층에 접착층을 도포(S139)한 후 상부 기판(9)을 접합한다(S141). 그리고 
무기물 절연 재료로서는 실리콘옥사이드, 실리콘나이트라이드, 실리콘옥시나이트라이드, 알루미늄옥사이드, 알루미늄
나이트라이드, 알루미늄옥시나이트라이드, 카본, DLC(diamond-like carbon), 실록산 등 중에서 하나 이상을 사용할 
수 있다. 또한, 차단벽(7)의 평탄도를 높이기 위해 무기물층의 두께는 500Å 이상으로 하는 것이 바람직하다.
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상기 발광 소자부(5)를 형성한 후 차단벽을 형성하기 위한 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 1torr - 10 -4 torr, 수
분이 1000ppm - 0.1ppm 범위가 바람직하다.

도 19는 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제17 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 제 1
7 실시예는 상술한 제1 내지 제5 실시예 중의 어느 하나에서 차단벽을 형성 한 후 발광층과 상부 전극을 제작하여 발광 
소자부를 형성하는 단계 후에 적용될 수 있는 예를 설명하는 것이다.

    
상기 발광 소자부(5) 상층에 절연 무기물 박막을 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포한다(S175). 그리고 절연성 
무기물 박막 상층에 절연 유기물층을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅한다(S177). 코팅 후에 건조 공정(S17
9)을 거치고, 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅(S181) 한 후 노광(S183)과 현상 공정(S185)
을 거쳐 절연 유기물과 유기물을 가공하여 적층 차단벽을 형성(S186)한다. 상기 적층 차단벽 상층에 남은 감광성 유기
물질은 제거 또는 존재시킨다. 그리고 상기 차단막 상층에 접착층(S187)을 도포한 후 상부 기판(9)을 접합한다(S18
9). 이때 제2차 차단벽의 형태는 제1차 차단벽과 같은 면적, 적은 면적 또는 1차 차단벽을 완전히 감싸는 형태로 형성 
할 수 있다.
    

상기 액체성 절연 유기물은, 아크릴계(acryl계), 에폭시계, 이미드계(imide계)의 유기물 중의 어느 하나를 사용할 수 
있으며, 상기 유기물 건조 필름 재료로 폴리에틸렌프탈레이트(PET, Poly Ethylen Phthalate), 폴리설퍼네이트계(PS, 
Poly Sulfonate계), 폴리에테르설퍼네이트계(poly ether sulfonate계)의 유기물 중 적어도 하나 이상을 사용하는 것
이 바람직하다.

상기 감광성 유기물은 아크릴계(acryl계), 드라이 필름 레지스트(dry film resist)를 사용할 수 있다.

상기 발광 소자부를 형성한 후 차단벽(7)을 제작하기 위한 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은, 1torr - 10 -4 torr, 
수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위가 바람직하다.

도 20은 본 발명의 유기 발광 소자의 제조 방법을 설명하기 위한 제18 실시예를 설명하기 위한 공정 순서도이다. 제1
8 실시예는 상술한 제1 내지 제5 실시예 중의 어느 하나에서 차단벽을 형성 한 후 발광층과 상부 전극을 제작하여 발광 
소자부를 형성하는 단계 후에 적용될 수 있는 예를 설명하는 것이다.

    
차단벽의 효과를 높이기 위해 발광 소자부 상층에 절연 유기물 층을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅한다(S2
53). 그리고 코팅 완료 후에는 건조 공정(S255)을 거치고, 그 위에 절연 무기물 박막을 스핀 코팅법 또는 진공 증착법
으로 도포한다(S257). 이 절연 무기물 박막 상층에 용액성 감광성 물질을 스핀 코팅 또는 드라이필름 레지스트(dry f
ilm resist)를 라미네이팅법으로 코팅한다(S259). 코팅 완료 후 노광(S261)과 현상 공정(S263)을 거쳐 제2차 차단
벽을 가공하기 위한 형상을 만든다. 그리고 감광성 물질의 패턴 형성(S265)을 한 후 식각 공정(S267)을 거쳐 절연 무
기물과 유기물을 차단벽으로 가공한다(S269). 이때 제2차 차단벽의 형태는 제1차 차단벽과 같은 면적, 적은 면적 또는 
1차 차단벽을 완전히 감싸는 형태로 형성 할 수 있다. 제2차 차단벽 형성한 후 차단벽 상층에 남은 감광성 유기물질은 
제거 또는 존재시킨다. 차단벽을 형성한 후에 차단막 상층에 접착층을 도포(S271)한 후 상부 기판(9)을 접합한다(S2
73).
    

상기 무기물 절연 재료로서는 실리콘옥사이드, 실리콘나이트라이드, 실리콘옥시나이트라이드, 알루미늄옥사이드, 알루
미늄나이트라이드, 알루미늄옥시나이트라이드, 카본, DLC(diamond-like carbon), 실록산등을 사용한다. 상기 차단
막(7)의 평탄도를 높이기 위해 무기물층의 두께는 500Å 이상으로 한다.

상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽을 제작하기 위한 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은, 진공압이 1torr - 10 -
4 torr, 수분이 1000ppm - 0.1ppm 범위가 바람직하다.
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    발명의 효과

이와 같이 본 발명은 유기 발광 소자의 외부에 절연 재료로 이루어지는 차단벽이 전극의 단차를 줄일 수 있는 구조로 제
공되어 유기 발광 소자가 대기에 노출되는 것을 방지하여 유기 발광 소자의 발광 효율 및 수명을 증대시키는 효과가 있
다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

하부 기판;

상, 하부 전극을 구비하고 상기 하부 기판의 상측에 배치되는 발광 소자부;

외부의 습기를 차단할 수 있도록 상기 발광 소자부에서 일정한 거리가 띄어지며 하부기판의 상층에 제공되는 차단벽; 
그리고

상기 발광 소자의 상측에 위치하도록 상기 차단벽의 상부에 접착제에 의하여 접착되는 상부 기판;

을 포함하는 유기 발광 소자.

청구항 2.

제1항에 있어서, 상기 접착제는 광경화 수지인 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 3.

제1항에 있어서, 상기 상부 기판은 투명 유리, 투명 합성수지제, 금속재료 중의 어느 하나로 이루어지는 것을 특징으로 
하는 유기 발광 소자.

청구항 4.

제1항에 있어서, 상기 차단벽은 하나 이상의 층으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 5.

제4항에 있어서, 상기 차단벽은 아크릴계, 에폭시계, 이미계의 유기물 중 하나 이상으로 이루어지는 것을 특징으로 하
는 유기 발광 소자.

청구항 6.

제4항에 있어서, 상기 차단벽은 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리스틸렌계, 폴리에틸렌계, 폴리카보네이트계의 
건조필름 중 하나 이상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 7.

제4항에 있어서, 상기 차단벽은 감광성 물질 또는 드라이 필름 레지스트로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 
소자.

청구항 8.
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제1항에 있어서, 상기 차단벽은 메탈옥사이드, 메탈나이트라이드, 메탈옥시나이트라이드, 카본, 다이아몬드라이크카본
(DLC), 실록산 중 하나 이상으로 이루어지는 유기 발광 소자.

청구항 9.

제1항에 있어서, 상기 차단벽은 단일벽 또는 적어도 2중 벽 이상으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 10.

제1항에 있어서, 상기 차단벽 및 발광소자는 상부에 절연층이 제공되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 11.

제1항에 있어서, 상기 차단벽은 발광 소자의 외곽에 제공되는 유기 발광 소자.

청구항 12.

제1항에 있어서, 상기 차단벽은 전극의 상층에 배치되는 유기 발광 소자.

청구항 13.

제1항에 있어서, 상기 차단벽은 두께가 500Å ∼ 300㎛ 범위인 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 14.

제1항에 있어서, 상기 차단벽은 폭이 10㎛ ∼ 5㎜ 범위인 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 15.

제9항에 있어서, 상기 차단벽은 인접하는 또 다른 차단벽과의 거리가 2㎛ ∼ 5㎜ 범위인 것을 특징으로 하는 유기 발광 
소자.

청구항 16.

제10항에 있어서, 상기 절연층은 차단벽을 감싸는 부분과 발광 소자부를 감싸고 있는 부분이 서로 연결되어 있는 것을 
특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 17.

제10항에 있어서, 상기 절연층은 차단벽을 감싸는 부분과 발광 소자부를 감싸고 있는 부분이 서로 분리되어 있는 것을 
특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 18.

하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계;

상기 전극을 형성한 단계 후에 절연성 유기물을 도포하는 단계;

상기 도포된 절연성 유기물을 건조하는 단계;
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상기 건조 단계 후에 상기 감광성 물질을 코팅하는 단계;

상기 감광성 물질을 노광하는 단계;

상기 감광성 물질을 노광하는 단계 후에 현상하여 패턴을 형성하는 단계;

상기 패턴을 형성하는 단계 후에 절연성 유기물을 식각하여 차단벽을 형성하는 단계;

상기 차단벽을 형성한 후에 발광 소자부를 형성하는 단계;

상기 발광 소자부를 형성하는 단계 후에 상기 차단벽의 상측에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 포함하는 유기 발광 소자의 그의 제조 방법.

청구항 19.

하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계;

상기 전극을 형성하는 단계 후에 감광성 유기물을 하부 기판의 상부에 스핀 코팅법으로 도포하거나 라미네이팅법으로 
코팅하는 단계;

상기 단계 후 감광성 유기물을 노광하는 단계;

상기 노광 단계 후 현상하여 감광성 유기물을 차단벽으로 형성하는 단계;

상기 차단벽을 형성한 단계 후 발광 소자부를 형성하는 단계;

상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 20.

하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계;

상기 전극을 형성하는 단계 후에 절연 무기물을 하부 기판의 상부에 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포하는 단계
;

상기 절연 무기물을 도포한 단계 후 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계;

상기 코팅 단계 후 감광성 물질을 노광하는 단계;

상기 노광 단계 후 현상하여 감광성 물질의 패턴을 형성하는 단계;

상기 패턴을 형성하는 단계 후 절연성 무기물을 식각하여 차단벽을 형성하는 단계;

 - 12 -



공개특허 특2003-0026092

 
상기 차단벽을 형성하는 단계 후 발광 소자부를 형성하는 단계;

상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 21.

하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계;

상기 전극을 형성하는 단계 후에 절연 무기물을 하부 기판의 상부에 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포하여 제1 
차 평탄막을 형성하는 단계;

상기 제1 차 평탄막을 형성하는 단계 후에 상기 제1 차 평탄막 상층에 유기물을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코
팅하여 제2 차 평탄막을 형성하는 단계;

상기 유기물을 도포한 단계 후 상기 제2 차 평탄막의 상층에 감광성 물질을 스핀법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단
계;

상기 코팅 단계 후 감광성 물질을 노광하는 단계;

상기 노광 단계 후 현상하여 감광성 물질의 패턴을 형성하는 단계;

상기 패턴을 형성하는 단계 후 절연 유기물 층과 무기물 층을 식각하여 차단벽을 형성하는 단계;

상기 차단벽을 형성하는 단계 후 발광 소자부를 형성하는 단계;

상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 22.

하부 기판 위에 전극을 형성하는 단계;

상기 전극을 형성하는 단계 후에 절연 유기물을 하부 기판의 상부에 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계
;

상기 코팅 단계 후 건조하여 제1 차 평탄막을 형성하는 단계;

상기 제1 차 평탄막을 형성하는 단계 후에 무기물을 제1차 평탄막의 상부에 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포하
여 제2 차 평탄막을 형성하는 단계;

상기 제1, 2차 평탄막들을 차단벽으로 만들기 위해 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계;

상기 코팅하는 단계 후에 노광하는 단계;

 - 13 -



공개특허 특2003-0026092

 
상기 노광 단계 후 현상하여 감광성 물질의 패턴을 형성하는 단계;

상기 패턴을 형성하는 단계 후 절연 무기물과 유기물을 식각하여 차단벽을 형성하는 단계;

상기 차단벽을 형성하는 단계 후 발광 소자부를 형성하는 단계;

상기 발광 소자부를 형성 한 후 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포하는 단계 후에 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 23.

제18항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광 소자부를 형성하는 단계 후에 발광 소자의 상층에 절연 유기물
을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계;

상기 코팅 단계 후에 건조하는 단계;

상기 건조 단계 후에 코팅층의 상부에 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계;

상기 감광성 물질을 코팅하는 단계 후에 노광하는 단계;

상기 노광하는 단계 후에 현상하여 패턴을 형성하는 단계;

상기 패턴을 형성한 후 유기물을 가공하는 단계;

적층 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포한 후 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 더 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 24.

제18항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광 소자부를 형성하는 단계 후에 발광 소자의 상층에 감광성 물질
을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계;

상기 코팅 단계 후에 노광하는 단계;

상기 노광 단계 후에 현상하여 패턴을 형성하는 단계;

적층 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포한 후 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 더 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 25.
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제18항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광 소자부를 형성하는 단계 후에 발광 소자의 상층에 절연 무기물
을 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포하는 단계;

상기 절연 무기물을 도포하는 단계 후에 상기 절연 무기물의 상층에 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 드라이 필름 레지
스트를 라미네이팅법으로 코팅하는 단계;

상기 코팅 단계 후 노광하는 단계;

상기 노광하는 단계 후에 현상하여 감광성 물질의 패턴을 형성하는 단계;

상기 패턴을 형성하는 단계 후에 절연 무기물을 식각하여 적층 차단벽을 형성하는 단계;

상기 적층 차단벽의 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포한 후 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 더 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 26.

제18항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광 소자부를 형성하는 단계 후에 발광 소자의 상층에 절연성 무기
물을 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포하는 단계;

상기 절연성 무기물을 도포한 단계 후에 상기 절연성 무기물의 상층에 절연 유기물을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으
로 코팅하는 단계;

상기 코팅 단계 후에 건조하는 단계;

상기 건조 단계 후에 코팅층의 상부에 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계;

상기 감광성 물질을 코팅하는 단계 후에 노광하는 단계;

상기 노광하는 단계 후에 현상하여 적층 차단벽 패턴을 형성하는 단계;

상기 패턴을 형성하는 단계 후에 절연 유기물과 무기물을 가공하여 적층 차단벽을 형성하는 단계;

상기 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포한 후 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 더 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 27.

제18항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광 소자부를 형성하는 단계 후에 발광 소자의 상층에 절연 유기물
을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법으로 코팅하는 단계;

상기 코팅 단계 후에 건조하는 단계;

상기 건조 단계 후에 코팅의 상부에 절연성 무기물을 스핀 코팅법 또는 진공 증착법으로 도포하는 단계;
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상기 절연성 무기물을 도포하는 단계 후에 상기 절연성 무기물의 상층에 감광성 물질을 스핀 코팅법 또는 라미네이팅법
으로 코팅하는 단계;

상기 절연성 무기물을 코팅하는 단계 후에 노광하는 단계;

상기 노광하는 단계 후에 현상하는 단계;

상기 현상 단계 후에 감광성 물질의 패턴을 형성하는 단계;

상기 패턴을 형성하는 단계 후에 식각을 하여 절연 무기물과 유기물의 적층 차단벽을 형성하는 단계;

상기 적층 차단벽 상층에 접착층을 도포하는 단계;

상기 접착층을 도포한 후 상기 접착층에 상부 기판을 접합하는 단계;

를 더 포함하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 28.

제18항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 발광 소자 형성 단계 후 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 1기압 
∼ 10-4 torr 범위의 진공 범위 및 수분이 1000ppm ∼ 0.1ppm 범위를 가지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 29.

제23항에 있어서, 상기 발광 소자 형성 단계 후 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 1기압 ∼ 10 -4 torr 범위의 진공 
범위 및 수분이 1000ppm ∼ 0.1ppm 범위를 가지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 30.

제24항에 있어서, 상기 발광 소자 형성 단계 후 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 1기압 ∼ 10 -4 torr 범위의 진공 
범위 및 수분이 1000ppm ∼ 0.1ppm 범위를 가지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 31.

제25항에 있어서, 상기 발광 소자 형성 단계 후 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 1기압 ∼ 10 -4 torr 범위의 진공 
범위 및 수분이 1000ppm ∼ 0.1ppm 범위를 가지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 32.

제26항에 있어서, 상기 발광 소자 형성 단계 후 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 1기압 ∼ 10 -4 torr 범위의 진공 
범위 및 수분이 1000ppm ∼ 0.1ppm 범위를 가지는 하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 33.

제27항에 있어서, 상기 발광 소자 형성 단계 후 평탄막과 감광제를 도포하는 조건은 1기압 ∼ 10 -4 torr 범위의 진공 
범위 및 수분이 1000ppm ∼ 0.1ppm 범위를 가지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 34.
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제18항에 있어서, 상기 절연 유기물은 액체 재료로 아크릴계, 에폭시계, 이미드계의 유기물 중의 하나로 이루어지며, 
건조필름 재료로 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리설퍼네이트(PS)계, 폴리 에테르 설퍼네이트계 중 하나로 이루
어지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 35.

제18항 내지 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 감광성 물질은 아크릴계, 드라이 필름 레지스트 중의 하나로 이루어
지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 36.

제23항에 있어서, 상기 감광성 물질은 아크릴계, 드라이 필름 레지스트 중의 하나로 이루어지는 유기 발광 소자의 제조 
방법.

청구항 37.

제24항에 있어서, 상기 감광성 물질은 아크릴계, 드라이 필름 레지스트 중의 하나로 이루어지는 유기 발광 소자의 제조 
방법.

청구항 38.

제25항에 있어서, 상기 감광성 물질은 아크릴계, 드라이 필름 레지스트 중의 하나로 이루어지는 유기 발광 소자의 제조 
방법.

청구항 39.

제26항에 있어서, 상기 감광성 물질은 아크릴계, 드라이 필름 레지스트 중의 하나로 이루어지는 유기 발광 소자의 제조 
방법.

청구항 40.

제27항에 있어서, 상기 감광성 물질은 아크릴계, 드라이 필름 레지스트 중의 하나로 이루어지는 유기 발광 소자의 제조 
방법.

청구항 41.

제20항 또는 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 절연 무기물은 실리콘옥사이드, 실리콘나이트라이드, 실리콘옥시나
이트라이드, 알루미늄옥사이드, 알루미늄나이트라이드, 알루미늄옥시나이트라이드, 카본, DLC(diamond-like carbo
n), 실로산 중 어느 하나로 이루어지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 42.

제20항 또는 제22항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 무기물 층의 두께는 500Å 이상으로 제조되는 것을 특징으로 하는 
유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 43.

제23항에 있어서, 상기 절연 유기물은 액체 재료로 아크릴계, 에폭시계, 이미드계의 유기물 중의 하나로 이루어지며, 
건조필름 재료로 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리설퍼네이트(PS)계, 폴리 에테르 설퍼네이트계 중 하나로 이루
어지는 유기 발광 소자의 제조 방법.
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청구항 44.

제24항에 있어서, 상기 감광성 물질은 아크릴계, 드라이 필름 레지스트 중의 하나로 이루어지는 유기 발광 소자의 제조 
방법.

청구항 45.

제25항에 있어서, 상기 절연 무기물은 실리콘옥사이드, 실리콘나이트라이드, 실리콘옥시나이트라이드, 알루미늄옥사이
드, 알루미늄나이트라이드, 알루미늄옥시나이트라이드, 카본, DLC(diamond-like carbon), 실로산 중 어느 하나로 이
루어지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 46.

제25항에 있어서, 상기 무기물 층의 두께는 500Å 이상으로 제조되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 47.

제26항에 있어서, 상기 절연 유기물은 액체 재료로 아크릴계, 에폭시계, 이미드계의 유기물 중의 하나로 이루어지며, 
건조필름 재료로 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리설퍼네이트(PS)계, 폴리 에테르 설퍼네이트계 중 하나로 이루
어지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 48.

제27항에 있어서, 상기 절연 무기물은 실리콘옥사이드, 실리콘나이트라이드, 실리콘옥시나이트라이드, 알루미늄옥사이
드, 알루미늄나이트라이드, 알루미늄옥시나이트라이드, 카본, DLC(diamond-like carbon), 실로산 중 어느 하나로 이
루어지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 49.

제27항에 있어서, 상기 무기물 층의 두께는 500Å 이상으로 제조되는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 50.

제27항에 있어서, 상기 절연 유기물은 액체 재료로 아크릴계, 에폭시계, 이미드계의 유기물 중의 하나로 이루어지며, 
건조필름 재료로 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리설퍼네이트(PS)계, 폴리 에테르 설퍼네이트계 중 하나로 이루
어지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 51.

제26항에 있어서, 상기 절연 무기물은 실리콘옥사이드, 실리콘나이트라이드, 실리콘옥시나이트라이드, 알루미늄옥사이
드, 알루미늄나이트라이드, 알루미늄옥시나이트라이드, 카본, DLC(diamond-like carbon), 실로산 중 어느 하나로 이
루어지는 유기 발광 소자의 제조 방법.

청구항 52.

제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 투과도가 0-50%범위로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소
자.

청구항 53.
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제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 투과도가 50-80%범위로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소
자.

청구항 54.

제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 투과도가 80-98%범위로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소
자.

청구항 55.

제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 유색으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 56.

제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 무색으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 57.

제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 굴절율이 1.2 ~ 1.5 범위인 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 58.

제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 굴절율이 1.5 ~ 2.0 범위인 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 59.

제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 굴절율이 20 ~ 3.5 범위인 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.

청구항 60.

제7항에 있어서, 상기 드라이 필름 레지스트는 두께가 2㎛ ~ 300㎛ 범위인 것을 특징으로 하는 유기 발광 소자.
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摘要(译)

本发明涉及一种有机发光器件及其制造方法，该有机发光器件以保护有
机发光器件免受氧气和湿气影响以提高发光效率和寿命的方式封装有机
发光器件。有机发光器件包括上电极和下电极，在距发光装置预定距离
处设置阻挡壁，以阻挡来自上基板外部的水分，并且通过粘合剂将上基
板粘附到阻挡壁的上壁，以及制造它的方法。 具有上述结构的有机发光
器件具有降低电极的台阶高度和防止有机发光器件暴露于大气的效果，
从而提高有机发光器件的发光效率和寿命。 1 指数方面 有机发光器件，
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